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【訂正の内容】
【００４３】
　この時点で、本手法により、二つの新規オプションが利用可能になる。一つのオプショ
ンでは、図３Ｉに示すように、ウエハ３００をダイシングして、そのチップを薄くして新
規に形成される接点３２６、３２８を露出させるか、またはウエハ３００を薄くしてから
ダイシングすることができる。どちらの場合でもその後、要望または必要があれば、例え
ば、接点パッド３３０、３３２を作成する（図３Ｊ）。他のオプションでは、例えば、全
体的なバイアのピッチや第２の溝が適切なサイズと空間であるのとは対照的に、非常に細
いバイアを必要とする理由が接続されるポイントに関係している場合、ウエハまたは（ダ
イシングされている場合は）チップは、第２バイアまで簡単に薄くすることができる（図
３Ｋ）。その後、図３Ｌに示すように、接点パッド形成プロセスの前に、またはそのプロ
セスの一部として、第２バイアを導体３３４で充填することができる。この方法で、ウエ
ハまたはチップをより厚く維持することができる。
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